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2〃仇～
軽量化と省エネルギーがトレンドとなっている鉄道車両の世界では,数

年前からアルミ合金製の車両が脚光を浴びている｡これまで,アルミ合金

の溶接はきわめて困難であつたが,日立製作所がイギリスの公立溶接研

究所(TWりと共同開発したFSWによって,アルミ合金の接合が飛躍的に

高精度にできるようになつた｡これにより,アルミ合金は,鉄道車両だけ

でなく,他の分野への適用が期待されている｡

アルミ溶接の限界を超えた
新接合技術"FSW”

回転ツール

日立研究所の岡村久宣主任

研究員(左)と青田欣也研究員

(右)

b◎

表

【●
●

● ●

●どこが画期的な技術なのか

鉄道車両では,より速く走るために車体の軽

量化に挑み,スチールからアルミ合金に変わっ

ています｡しかし,アルミ合金を従来のアーク

溶接法で溶接しようとすると,溶接部の内部に

気泡ができて不安定になります｡さらに,アルミ

は熱膨張率が高いので,熟を加えると大きな

ひずみが生じ,それを元に戻すのに膨大な時

間とコストがかかります｡この欠点を補ったの

がFSW(摩擦かくはん接合法)です｡これは,

接合部分にツールを押しつけながら回転させ,

摩擦熱でアルミを接合する画期的な技術です｡

1993年にイギリスの公立溶接研究所(TWI)が

出したレポートからヒントを得て試験を繰り返

し,本格的な開発に取りかかりました｡

●開発までの経緯は

実験室では1～2mのアルミ合板までは接

合できましたが,車両に実用化するためには

20～25mの長いアルミ板を接合しなければ

なりません｡長い板は波打ったり,すきまがで

きたりします｡波打った部分は回転ツールの

位置を上下に制御し,すきまの開いた部分に

はあらかじめ突起をつけ,その上から回転さ

l■

●
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接合材

押し付け力

靡畢熟 一･･⊥一r

-‾妻妄

摩擦ひくはん一十塑性流動 ---接合

FSWの原理

せてすきまを埋めました｡こうして開発する過

程で,私たちが最も気を配ったのは接合部の

｢信頼性+でした｡多くの乗客が利用する鉄道

で使うには高い信頼性が要求されますから,

徹底的に信頼性を評価したうえで,実用化し

たのです｡

●FSWの適用範囲は

1998年に都営地下鉄12号線の車両部品で

初めて実用化し,1999年にはJR九州さんの在

来線車両に使いました｡将来は,新幹線の車

両にも適用したいと思っています｡また,自動

車でも,電気自動車やハイブリッドカーの開発

に各社がしのぎを削っており,アルミの車体が

注目されています｡私たちは三次元接合が可

能な装置も開発し,曲線も接合できるようにし

ましたから,自動車部品の曲線部の接合も吋

能です｡ほかに,半導体や超伝導コイルなどに

も使用されています｡

●今後の抱負を

最近は,航空機業界でも注目されています｡

航空機ではジュラルミンを接合するリベットだけ

でも何十万本も使いますから,FSWを使えば

その分だけ軽くなり,燃料を節約できます｡さ

らに,水中接合の技術も日立製作所が独自に

開発しました｡金属は温度に比例して変形し

ますから,水中で接合すれば温度が下げられ,

それだけひずみを少なくできるのです｡さらに,

今まで不可能だった鋳物や銅などの接合もで

きるようになりました｡今後も,その適用範囲を

拡大していくための開発を進めていきます｡



M■て

｢い三言琵浣認諾是認苫雷雲芸芳志芸芸霊芝言霊悪霊琵冨
掛こ,高精細TFT液晶,業界初の赤色高出力レーザダイオード,低パワーMOSFET,業界最小携帯端末

用フラッシュメモリ,新世代F･ZTATマイコンなどを提案し,快適な生活環境,社会環境に貢献していく｡

低EMlを実現するTFT液晶ドライバ

TFT液晶ドライバ"HD66336''

の外戟

RSDS準拠の小振幅差動イ

ンタフェースを搭載し,低EMl

を実現する｡

TFT液晶パネルの大型化と高精細化に伴い,画面の表示情報量が増加してきたこと

で,CPUと液晶ドライバ問のデータインタフェース

が高速化し,EMI(ElectromagneticInter-

ference)ノイズの影響が大きくなる｡液晶パネル

のシステム開発では,このEMIノイズ対策は,低

価格化のためにも重要な課題である｡

このため,低EMIを実現できる,RSDS*準拠

の小振幅差動インタフェースを搭載したデータ線

駆動用の64階調TFT液晶ドライバをラインアッ

プした｡今後,256階調ドライバを開発していく予

定である｡

(リリース時期:2001年2月)

維:*は｢他社登録商標など+(158ページ)を参照

帯電 用高精細,26万色対応の
TFT液晶表示SoCS

携帯電話用表示SoCSの

チップ写真

HD66774:電源回路内蔵

ゲートドライバ

HD66775:ゲートドライバ

HD66772:表示メモリ内蔵コ

ントローラソースドライバ

HD667POl:液晶駆動電圧

発生用の電i原LSl

HD66774

HD66772

HD66775

HD667POl

携帯電話用TFT液晶表示として,176×24ピクセルの大画面表示と,パソコンの表示

色数に相当する26万2,144色の表示が可能な

SoCS(SystemonChipSet)を発売した｡

動画RGBダイレクトインタフェースを搭載し,

MPEG4などの動画データをテレビ並みの毎秒30

こまの高速で表示でき,現在主流のアモルファス

TFTと,次世代高精細表示に適した低温ポリシ

リコンTFT液晶にも対応している｡液晶駆動回

路のくふうにより,パネルを含む低消費電力約

5mWを実現している｡

(発売時期:2001年11月)

639nm可視波長帯高出力
赤色レーザダイオード

レ

HL6323MG(639nm.

35mW)のM6型J(ッケージ

(中5.6mm)

産業機器用レーザ光源(レベ

ラ,光ファイパチェッカなど)

としてその機能向上を促すレ

ーザダイオードである｡

ーザレベラなどの基準表示や光ファイバ

チェッカなどのセンサの光源として急速に

普及している赤色レーザダイオードの需要にこた

えるため,業界初の発振波長639nm(明赤色)

と光出力35mWを実現しだ`HL6323MG''を発

売した｡

活性層厚の構造パラメータの最適化のほか,

高出力化に伴う動作電流の上昇を抑えるための

導波路のくふうなどを取り入れている｡現在,次

世代製品として,光学システムの効率向上を目

指した円形ビームのレーザダイオードを開発中で

ある｡

(発売時期:2001年3月)
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システムの小型化,高速,高性能を
実現したマルチチップモジュール

MCMのSH-4 CPUと

64MピットSDRAMを4

個搭載した標準MCMの外

形(左上)と内部構造(石下)

31×31(mm)のはかに,

SH-3とSDRAMを2個搭載

した13×19(mm)の製品も

ある｡

盲性能CPU,ASIC,各種メモリを搭載し
同たMCM(Multi-ChipM｡d｡1｡)を発売
した｡

SoC(SystemonChip)に対してSiP(Sys-

teminPacage)と呼ばれているMCMは,シス

テムの小型化,低ノイズ化,開発期間の短縮な

どにより,携帯機器やディジタルスチルカメラな

ど幅広い分野で注目され,使用されている｡

今後はカスタム案件の拡大を図るとともに,標

準製品のラインアップを充実させ,さらにFPGA

(Field Programmable Gate Array)を搭載

したMCMを投入するなど,21世紀の未知の分

野を開拓するクイックマーケテイングに役立てて

いく｡

(発売時期:2001年3月)

第8世代Pチャネル形パワーMOSFET ノ
′

sop-8 LFPAK

(HATlO72H)+ 実装面積の低減

1161

ノートパソコン用リチウムイオ

ン電池保護回路への応用例

♯

回路例

Li

画芽ブ
リてッテリ l

､‾協

部品点数矧こよる

回矧言矧生の向上

MOS ■MOS

､E巨工` +巨巨丁､

監視用IC

ロリt

充放電の各制御にSOP-8を2個並列使用していたものが,LFPAK

(HATlO72H)を使用すると1個で動作可能となる｡

ートパソコンなどの携帯情報機器の電力

制御(パワーマネジメント)や過充放電保

護回路スイッチ用に,当社従来品比で約40%オ

ン抵抗を低減した第8世代のPチャネル形パワ

ーMOSFET"HATlO72H''を製品化した｡

製品外形は,SOP-8と同一実装面積で薄型

の小型面実装パッケージ"LFPAK”である｡性

能では耐圧-30Vで3.6mn(標準)と業界最高

を実現しており,部品点数削減やシステムの小

型化,省エネルギー化への貢献が期待できる｡

今後は,-20V,2.5V駆動品やSOP-8品への

展開も図っていく｡

(サンプル出荷開始時期:2001年11月)

超高速ユニロジック
｢HD74ALVCIGシリーズ+

HD74ALVCIGシリーズ

超小型パッケージ"vsoN-5”

〔1.6×1.6×0.55(mm),リ

ードピッチ0.5mm〕を採用し
ている｡

◆
♯

辞

携帯電話やディジタルスチルカメラ,ノートパソコンなど,低電圧･小型の高速シス

テム用に,超小型パッケージの1ゲートロジック

｢HD74ALVCIGシリーズ+を製品化した｡

0.35けmプロセスによって3.Onsのデータ転送

速度(最大値,Ⅵ:C=3.3V時)を実現したほか,

超小型･薄型パッケージ"VSON-5”の採用によ

り,機器の小型化の要求にこたえている｡1.2～

3.6Vの電源電圧での動作を保証し,バッデJ駆

動のシステムにも対応する｡

(発売時期:2001年5月)



業界最小の

128Mビットフラッシュ

メモリCSP(ChipSize

Pack8ge)(上)とモバイ

ルメディアチップ(下)

帯端末用フラッシュメモリ

携モバイルメディアチップは,コ

ントローラとフラッシュメモリ

を1パッケージ化している｡

帯電話やPDA(PersonalDigitalAs-

sistant)では,今後,映像や音楽など多

様なアプリケーションを格納するため,内蔵する

l■

ROM容量を増加する必要がある｡

このニーズにこたえるため,128Mビットのフ

ラッシュメモリを業界最小の外形サイズ〔11.26×

9.22(mm)〕で製品化した｡TSOP(ThinSmall

OutlinePackage)品に比べて約÷の実装面

積とし,小型機器への搭載を容易にした｡

さらに,フラッシュメモリのセクタ管理とエラー訂

正機能を内蔵させ,コントローラとフラッシュメモリ

を1パッケージにしたモバイルメディアチップも製

品化した｡

(モバイルメディアチップの発売時期:2001年12月)

16ピット1チップマイコン｢Tinyシリーズ+｢T

】H8/3687F一

夕イマWインプット

キャプチャ機能

タイマZPWM

波形出力機能

l/0ポート入力機能

外部割込み端子機能

置位
一
弓

極信磁

ヨ 磁琵琶置

六相PWM

波形出力

回転速度
切換信号

三相DCブラシレス

′

話芸禦翳

回転速度切換スイッチ

モータ停止
信号

モータ停止スイッチ

∨.W相出力

〆J≡相DCブラシレスモータ

注:略語説明

P〉UM(P山se〉JidthModulat岳on)
l/0帥p]ta[dO]tP]t)
MOSFFT(Meta卜DxideSemico[一

山cto｢Fie】d-EffectT｢ans弓StOr)

詣㌘シレストタへのl蒜認諾左記票動ベッド･洗濯機･冷蔵庫･ロボットペット関節部分･

inyシリーズ+は,少ピン小型パッケージ

を採用し,小容量フラッシュメモリを内

威したマイコンである｡

多機能タイマ,シリアルインタフェース,A-Dコ

ンバータ,EEPROMなどの豊富な周辺機能を

内蔵し,小型のパッケージ〔10×10(mm),7×

7(mm)〕を採用しているため,アミューズメント機

器やOA機器,白物家電,自動車,産業など幅

広い分野での応用に適している｡また,オンチッ

プデバッグ機能を内蔵しているので,ユーザー

基板上での評価が可能である｡

(発売予定時期:2002年5月)

新世代F･ZTATマイコン"H8/3069F”｢シ
H8/3069Fのチップ写真

0.18ドmプロセスにより,コス

トパフォーマンスに優れた新

世代トZTATマイコンを実現

している｡

ンプル+と｢カスタマイズド+をコンセプト

にした新世代F-ZTAT(Flexible

ZeroTurnaroundTime)マイコン``H8/3069F''

を発売した｡

複雑なイレース(消去)･ライト(書込み)処理機

能をROMに内蔵し,ユーザーがフラッシュメモ

リの書き換えを簡単に行えるようにした｢シンプル

性+と,ブート用フラッシュメモリを搭載し,システ

ムに適したイレース･ライトブートプログラムが作成

できる｢カスタマイズド+が特徴である｡512kバイ

トフラッシュメモリ,16kバイトRAM,およびブー

ト用8kバイトフラッシュメモリを搭載している｡

(発売予定時期:2002年5月)
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ディスプレイ

液晶ディスプレイの応用分野は,高画素化によって高画賛モニタノートパソコン,PDA,携帯電話などへと拡大している｡日立製作所は,独自のスーパーIPS技術をはじめとする最新技術を駆使し,これ

ら各分野のニーズに適合する液晶ディスプレイを提供している｡大型モニタ用17型スーパー肝S技術

やノートパソコン用15型UXGAをラインアップし,PDA用反射形ディスプレイやプロジェクタ用LCOS

を雫晶化した｡

モニタ用43cm(17型)SXGA
スーパーTFT液晶ディスプレイモジュール

43cm(17型)SXGAスー

パーTFT液晶ディスプレイ

モジュールの表示画面例

高閲口率スーパーIPS方式m

と最新モジュール化技術によ

り,高橋頚机高輝度,広視野角

を実現した｡

椚魯1

省スペースや省電力,目に優しいなどの長所から年々その需要が伸びている液晶モ

ニタは,パソコン市場のニーズに合わせ,いっそ

うの大型化･高精細化の傾向にある｡これに対

応して,43cm(17型)SXGA(Super-E幻ended

Graphics Array)スーパーIPS(In-Plane

Switching)方式のTFT(Thin Film Tran-

sistor)液晶ディスプレイモジュールを製品化した｡

このモジュールでは,(1)高開口率スーパー

ⅣS方式の画素構造,(2)高色純度のカラーフィ

ルタ,(3)多出力端子の液晶駆動用ドライバ,

(4)パネル直下に配置したバックライトなどの高効

率化技術を採用している｡

〔主な仕様〕

(1)表示画素数:1,280(水平)×1,024(垂直)

(2)輝度:200cd/m2

(3)色再現性:EBU対応

(4)視野角:上下･左右1700以上

(5)外形サイズ:幅374×高さ301×奥行き25.5

(mm)

(6)質量:1,400g

(発売時期:2001年6月)

ノートパソコン用38cm(15型)UXGA
TFT液晶ディスプレイモジュール

38cm(15型)UXGA

TFT液晶ディスプレイモ

ジュールの画面例

画面の高精細化により,緻密な

三次元モデルもくっきりと表示

することができる｡

ノートパソコン用の液晶ディスプレイ需要の中心が,従来の36cm(14型)から38cm

(15型)へとシフトしてきたのに対応し,日立製作

所は,38cm(15型)のⅩGA*とSXGA＋(Super-

Extended Graphics Array Plus)のTFT

(Thin Film Transistor)液晶ディスプレイを順

次開発し,量産化している｡しかし,最近では,

大画面化に加えて,写真に匹敵するような高品

質の画面が求められている｡そ･のため,従来品

(ⅩGA)と同様のコンパクトな外形を保ったまま,

解像度を2倍のUXGA(Ultra-ⅩGA)に高めた

38cm(15型)TFT液晶ディスプレイを開発した｡

〔主な仕様〕

(1)表示画素数:1,600(水平)×1,200(垂直)

(2)輝度:150cd/m2

(3)外形サイズ:幅315×高さ240×奥行き6.5

(mm)

(4)質量:575g

(5)消費電力:6.OW

(発売時期:2001年10月)

注:*は｢他社登録商標など+(158ページ)を参照



PDA用8.9cm(3.5)
反射形TFT液晶ディスプレイ

臥9Gm(3.5型)反射形

TFT液晶ディスプレイ

手持ちサイズの携帯端末用ディ

スプレイとして高精細,高輝度

表示を可能とした｡
収詔蛋

ジき′

韻

触感∫′ Y‾室挙矛済酵聯
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スケジュール管理やメールの授受に用いられる手持ちサイズの携帯情報端末(PDA:

PersonalDi由talAssistant)の需要の高まりとと

もに,その機能の向上に合わせた大画面･高精

細のディスプレイが求められてきた｡このニーズに

こたえて,8.9cm(3.5型)反射形TFT(Thin

FilmTransistor)液晶ディスプレイを開発した｡

このディスプレイでは,液晶パネルに内蔵した

反射層の光拡散効果によって明るい画面を実現

し,さらに,光学系の最適設計によって26万色

の表示を可能にしている｡

〔主な仕様〕

(1)表示画素数:240(水平)×320(垂直)

(2)反射率:30%

(3)コントラスト≧30:1

(4)フロントライト:対応可能

(発売時期:2001年12月)

プロジェクタ用2.3cm
(0.9)SXGA＋LCOS素子

皇済

感 港

i三

欒J

プロジェクタ用2.3cmSXGA十LCOSの外観

オン:黒表示 オフ:白表示

構成

ガラス基板(

液晶(

MOS･C斯(

特徴

対向電極ガラス基板
⊥/1TO

‡約2け

ミラー電極

遮光層

Fフ F7
廿一 L-t∫⊥+ +■■■t+■■■■■一+‾‾■L｢一

高耐圧小型トランジスタ Sl基板

TN-ECB方式LCOSの断面構造

注:略語説明

什○(lndiumTinOxide),MOS(Met∈〕トOxideSemiconductor)

還器蓋慧l芸認芯≡荒完三悪認諾み込み瀾透明

プ:
ゼンテーションツールとして一般化してき

液晶プロジェクタに対して,高精細･高

輝度･動画対応への要求が高まっている｡これに

こたえて,反射形液晶表示素子である2.3cm

(0.9型)SXGA＋(Super-Extended Graphics

Array Plus)LCOS(Liquid Crystalon Sili-

con)素子を開発した｡

この素子では,大型TFT(ThinFilmTran-

sistor)と同じTN(Twisted Nematic)方式と

ECB(Electrica山yControuedBire払IlgenCe)モ

ードの組合せにより,高コントラストと高速応答を

実現している｡また,格子のない滑らかな画像と

相まって高画質であり,プレゼンテーションからホ

ームシアターまで幅広い用途に適している｡

〔主な仕様〕

(1)表示画素数:1,365(水平)×1,024(垂直)

(2)コントラスト:≧1,000:1

(3)応答速度:8ms(tr＋tf,40℃)

(発売時期:2001年10月)
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デバイス

通
億システムには,社会インフラストラクチャーの一つとして,多様化,高速化,大容量化,高 高

セキュリティ化,および軽済性が求められている｡これらを実現するためには,システムを支える通

侶デバイスがキーとなる｡日立製作所は,高速･大容量光トランスポートシステムのための40Gピット/s

光伝送モジュール,業界標準仕様の高集積小型化10Gピット/S送受借一体型光伝送モジュールなどを

開発した｡

40Gピット/s光伝送モジュール

現在,10Gビット/sで構築されている光基幹通信網と高速ルータ綱のいっそうの高速･

大容量化に対応する,40Gビット/s光伝送モジュ

ールを開発した｡

〔主な特徴〕

(1)光送信器は4:1多重回路と光送信部で,光

40Gビット/S光伝送モジ

ュールの外観

光送信部と4:1多重回路を搭

載した光送信器(左),および

光受信部と1:4分離回路を搭

載した光受信器(右)を示す｡

『2⑳r

磨′〔ル

受信器は光受信部と1:4分離回路でそれぞれ

構成し,10Gビット/sx4チャネルの電気インタ

フェースを実現

(2)光送受信部ICには高周波特性に優れた

InP(インジウム･リン)プロセスを,多重分離ICに

は高速･高集積性に優れたSiGe(シリコン･ゲルマ

ニウム)プロセスをそれぞれ採用

(3)光送信部には小型かつ低電圧駆動の波長

1,550nm帯の光半導体変調器を採用した｡さら

に,変調器ドライバIC内蔵の光変調器モジュー

ルの開発により,高速応答を可能とした｡

(4)光受信部にはプリアンプ内蔵型受光モジュ

ールを採用した｡また,波形等化,リタイミング,お

よび識別再生の3機能を実現する回路を持つ｡

(5)擬似ランダムパターン231-1のNRZ(Non-

ReturntoZero)信号で2kmの分散シフトファイ

バ伝送を確認

(OpNext,Inc.)

(発売予定時期:2002年12月)

MSA仕様の高集積小型化10Gピット/s
送受信一体光伝送モジュール

高集積小型化1ロGピット佃

送受信一体型光伝送モジュ

ールの外観

光･電気インタフェースは,当社

を含む9社統一規格である｡当

社従来品比で55%の体積減

と,40%の消費電力減を実現

している｡

大
容量光伝送網やIP(InternetProtocol)

ルータ網に適した多重･分離回路内蔵の

小型化10Gビット/s送受信一体型光伝送モジュ

ールを開発した｡

このモジュールでは,CMOSICやシリコン･ゲ

ルマニウムIC,直接変調方式の広温度範囲動

作レーザダイオードの採用により,小型化と低消

費電力化を図った｡サイズは,幅64×奥行き

89×高さ13.7(mm)で,消費電力は6.2Wであ

る｡伝送距離は,ファプリペローレーザダイオード

版で600m,分布帰還型レーザダイオード版では

2km,12kmである｡

光･電気インタフェースは,海外を含む光部品

メーカーとのMSA(Multi-SOurCeAgreement)

により,他社8社の製品と互換性を持つ｡

(OpNext,Inc.)

(発売時期:2001年4月)



緻;ノ

自動手には,環境対応や安全性の向上,情報化への適応などが求められている｡日立製作所は,自動車部晶事業での長年の経験を基に,播合エレクトロニクス技術による｢クルマ社会+のトータルソリュ

ーションパートナーを日精し,高効率エンジン制御システムやITS車載情報システム,先進安全システム
などの開発を推進している｡

自動車走行支援システム

■■■のシステムは,高速道路での運転者の疲

L労を軽減することを目的として開発したも

ので,2001年1月に日産自動車株式会社が発

売した｡システムは,速度に応じた車間距離を自

動的に保つ機能と,車線に沿ったハンドル操作

自動華走行支援システム

車間制御とハンドル制御による

運転操作支援により,運転者の

疲労を軽減した｡

車間距離制御ユニット

∫忘ミ

･...ヂ∴運三ヨ
画像処理カメラ

画像処理
カメラ

一一β盛砂-

を補助する機能で構成している｡

日立製作所は,周囲の状況に応じて加減速

制御をスムーズに行う車間距離制御ユニットと,

車線の白線を認識し,車線内の自動車の横位

置を高速に演算する画像処理カメラユニットを開

発した｡

車間距離制御ユニットは,レーダによって検知

エンジン

制御

ブレーキ

制御

ハンドル

制御

画像処理カメラ

された先行車との車間

距離と車速情報を基に

エンジンとブレーキを制

御することにより,最適

な車間距離を維持する｡

また,画像処理カメラ

は,専用に開発したLSI

により,道路の車線マー

カを高速に認識するこ

とができる｡

(発売時期:2001年1月)

lTS車載情報端末機

lTS(Intelligent
Transport Systems)

車載情報システムは,主に無線通信を用

いて運転者に各種の情報サービスを提供するも

のである｡

VICSビーコン車載機(上)

とETC車載器(下)

VICSビーコン車載機では,制御

部をシステムLSlで1チップ化し

て小型化を実現し,ETC車載器

では,アンテナをダノシュボード

上に設置したことにより,本体は

設置の自由度が高まった｡

句■
ETC本体 ETCアンテナ

命
l=-らい一

亡¢-)アロ
ユら ▲ヴ 50 仁や,.q叫き竺州･～コ100

さi〇 lも01･小

(1)ⅤICS(VehicleInformation and Com-

municationSystem)ビーコン車載機

アンテナ部と制御部を一体化した電波･光複

合型車載機は,1本のケーブルでカーナビゲーシ

ョン機器と接続し,リアルタイムに送信される交通

情報を38.4kビット/sの高速通信によってナビ画

面に表示する｡

(発売時期:2001年5月)

(2)ETC(自動料金収受システム)車載器

路車間の5.8GHz双方向無線通信によって道

路料金の収受を行うETC車載器は,設置場所

を任意に選べるアンテナ分離型とした｡また,｢ク

ルマ+という操作環境を考慮し,ICカードを全挿

入スタイルとすることで熟や盗難などから保護し,

HMI(Human-MachineInterface)では,車載

器に対して過度の注意が引かれないようにシン

プル化している｡

(発売時期:2001年7月)
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オフボードナビ車載機

先に開発したクライアントサーバ型ナビゲーションシステムを基に,｢オフボードナビ申

戦機+を開発した｡

このシステムでは,地図データや地点情報など

をセンター側で準備するとともに,目的地までの

rオフJポt tサビ車載機+の
表示画面例

t敬
可く 打く ｡

の情報などを表示する｡

､ルート探索もセンター側で行い,これらの情報を

車載機に提供する｡必要な情報を必要な分だけ

携帯電話を用いて車載機に取り寄せることがで

きることから,車載機へのこ-ズが高まるととも

に,自動車に最新情報を絶えず提供することが

できる｡

ATの変速フィーリングとMTの燃費を
両立させたトルクアシスト型自動MT

2速ギヤ

エンジン

1速ギヤ L--u--

冒=よ画

122

人力車由
+.1 Fコ

1速(変速前)

幽丁-､ニノ
l

出力軸

二重奏主垂垂垂r]

中 ■汀

トルク

アミノスト

機構

こ頭重亡二] l

苦義美
fこぱ
く回

漂小

耳ミ
]∃⊥

0

t塗__rJ_筆連中∴､､一等星

/
､＼ 時間

1速ギヤ
伝達トルク

トルクアシスト

機構による

伝達トルク

2速ギヤ

伝達トルク

変速中に

トルク伝達

トルクアシスト型自動MTの変速動作の概要と効果

自動車の燃費規制強化に対応するための変速機として,MT(ManualTransmi岱ion)

を自動化した自動MTが,欧州を中心として実

用化されつつある｡しかし,この方式は変速中の

トルク中断による変速ショックが大きく,AT

(Automatic Transmission)車の普及が進展

している国ではその導入に難があった｡

この課題を解決する画期的な方式として,ト

ルクアシスト型自動MTを開発した｡この方式で

は,アシストクラッチ機構を用いて変速中のトルク

を中断することなく伝達し,ATに近い変速フィ

ーリングを実現している｡しかも燃費はMT並み

であり,次世代の変速機として各方面から注目

を集めている｡

内噴射エンジン用
単 式高圧燃料ポンプ

畢筒式高圧燃料ポンプの

外観

エンジンカムによって直接駆動

され,可変容量制御弁により,

エンジンの状態に合わせた最適

分量の燃料を吐出する(全高:

80mm,質量:0.8kg)｡

象

二鞍さ㌦

㌔ 重訂mm
〔〕【H)

近年の環境問題に対応する筒内燃科噴射エンジンでは,高圧の燃料を供給する高

庄燃料ポンプが,自動車の主要部品の一つで

ある｡

ポンプ本体のアルミニウム化によって軽量化を

図るとともに,グローバルスタンダードとなりうるエ

ンジンカム軸直接駆動のプランジャ単筒式高圧燃

料ポンプを開発した｡このポンプでは,エンジンの

運転状態に応じて最適な分量の燃料を供給す

る可変流量機構を採用し,ポンプの消費動力を

低減している｡

(発売予定時期:2003年11月)



スロットインエアフローセンサ エ

コネクタ

ハウジング

.電子回路

バイパス･検出素子

∈

∈

(工)

(8

ねじ(2点固定)

＼臨ダクトまたは
専用ボディ

表芸蒜-センサの批l雷慧認諾墓誌認諾芸;㌣漂入し,取り付

ンジン制御に適した,空気の質量流量を

直接検出できる発熱抵抗式エアフローセ

ンサに,検出素子を内部に配したバイパスと,電

子回路を内装したハウジングおよびコネクタを並

設した一体構造を採用し,小型,軽量,低コス

トを達成した｡

エンジン吸気系の環境を考慮して,脈動影響

などに優れ省スペース化が図れる迂(う)回バイ

パスの採用や,放熱性が高く圧力損失の小さい

フラット構造により,温度特性や脈動影響を当社

従来機比で÷とするなど,諸性能を改善した｡

また,電子回路の吸気管内への配置などにより,

信頼性も向上させた｡

(発売予定時期:2002年4月)

エンジンルーム内実装防水
エンジン制p装置

低価格の防水型エンジン制

御装置

lC化による回路の集約と,液状

ガスケットの採用により,低価格

の防水型エンジン制御装置を

実現した｡

エンジンルーム内に実装が可能な,防水型のエンジン制御装置を低価格で実現した｡

マイコン周辺の電源回路や負荷駆動回路,通

信回路などを集約したカスタムICを新たに開発

し,回路の集約化を図った｡防水構造を実現す

るためにシール剤として液状ガスケットを採用し,

さらに,オール表面実装構造とすることで,製造

工程での組立効率の向上を実現した｡

(発売時期:2001年12月)

水冷式オルタネータ
水冷式オルタネータの外観

冷却方式を従来の空冷式から

水冷式とすることで,小型･高出

力化のニーズに対応したオルタ

ネ一夕を実現した｡ プー1+

/
給水口/ ＼排水口

＼

ノアカバ【
B端子ボルト

/

ウオータジャケット

近年,自動車用オルタネ一夕に対しては,小型･高出力化,高効率化,耐高周囲温度

化,低騒音化などの要求が強い｡

冷却方法を従来の空冷式から水冷式とする

ことで,これらのニーズにこたえた水冷式オルタ

ネ一夕を開発した｡空冷オルタネ一夕比で,出力

質量比:1.2倍以上,高効率化:＋10%,耐高周

囲温度化:＋30℃,低騒音化:-20dBを達成

した｡

(製品化予定時期:2002年7月)
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材料

新世紀に入り,社会･経済の発展のために不可欠な技術として,ナノテクノロジーが注目されている｡日立グループは,情報,エネルギー･環境,バイオ関連の広範な分野にわたるナノテクノロジーで

ブレークスルーし,｢高僧頬+,｢高性能+,｢低コスト+,｢環境に優しい+材料の開発を通じて,未来産業の

発展に貢献する｡そのため,繊細加工技術や検査･評価技術を磨くとともに,次につながる基礎研究にも

幅広く取り組んでいる｡

650℃級超超 界圧蒸気タービン用
12Cr鋼ロータ材

発電効率向上による環境保全を目的に,蒸気条件の高温･高圧化に対応した,高温

クリープ強度に優れる12Cr鋼を開発した｡この

鋼は,600℃級12Cr鋼ロータ材よりもWを増加

し,新たにCoとBを添加して,基地の固溶強化

新開発の12Cr銅

``HR1200”製試作ロータ

出力1,000MW液中圧ロータ

に相当する80t鋼塊で試作した

HR1200(HitachiRotor1200F)

製のロータを示す｡

124

㌔ユ,農

と高温における金属組織の安定化によって耐用

温度を高めたもので,主蒸気温度650℃級ロー

タの実現を可能にした｡これにより,排出ガスと

石炭消費量を削減することができる｡

実機大口一夕の回転試験を行って性能･安全

性を実証した｡今後,大容量超超臨界圧蒸気

発電プラントに適用する予定である｡

郷葛l 亀等

瀾

〟迎1一_】ゝ山九】_◆▲00}叫.蛸,威組

実時間軽元素分布像観察装置

半導体素子の元素分布像

電子線走査中に元素をTi(検出

エネルギー範囲450～480eV,

幅30eV)一N(同3∝ト4即eV,

同60eV)一¶と切り替えた元素

分布像を示す｡

T Ⅳ Ti

Tトモす

Ti

耶

T卜Ⅳ

Ti

半導体素子の微細化に伴い,高空間分解能で構成元素の二次元分布の観察がで

きる分析装置が不可欠である｡

実時間軽元素分布像観察装置"ELV-2000''

では,元素分布のその場観察が可能であった

が,さらに今回,検出エネルギー幅の瞬時選択

を可能とし,従来困難であった複数元素の分布

が高コントラストかつナノメートルレベルの空間分

解能で観察できる装置に発展させた｡半導体素

子の早期開発を支援する主要な分析装置として

期待できる｡

(発表時期:2001年5月)



蒸気タービンの長翼用
高弓 12Cr鋼

発電効率向上による環境保全を目的に,靭性と強度に優れる12Cr鋼長翼材を開発

した｡この開発鋼では,従来の12Cr鋼よりもSi

とMnを低減し,鋼の清浄化による靭性の向上,

Mo添加による固溶強化,Nの増加とNbの新た

な添加による析出物分散強化,さらに結晶粒微

や

新開発の12Cr綱島実の回

転拭験

1リング舶本の1,092mm(∠はイ

ンチ)翼を植設した回転試験に

より,性能と安全性を検証した｡

細化強化により,靭性を損なわずに引張強さを

高めることに成功した｡

従来材の引張強さ1,100MPa級,翼長1β16Im

(40インチ)に対し,この開発鋼では1,300MPa

級を達成し,低圧最終段の翼長1,092mm(43

インチ)を可能とした｡最終段長翼の長大化によ

る作用面積の増大により,排気損失を低減し,

効率の向上が図れるほか,蒸気タービンをコンパ

クト化できる｡これらにより,石炭消費量と排出ガ

スの削減が可能であり,保守費用も低減するこ

とができる｡

｢】∈堅L■.+
この鋼材を北海道電力株

式会社納め苫東厚真4号

機(出力700MW)のタービ

ンに適用する予定である｡

(運転開始予定時期:

2002年6月)

ナノ粒子を利用した
リサイクル瓶用着色

従来の色ガラス瓶と着色朕

付きリサイクル瓶の比較

最下段は,従来の色ガラス(左)

とリサイクル瓶用着色膿ガラ

ス(右)の溶融後の状態比較

を示す｡

従来のガラス瓶 透明ガラス瓶 着色瓶

′∧空愈

瀾

8膠15

カレット

臭
@
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準､′頗療療､激■て
海 亀

挙′ 箪

溶融物

着色膜ガラス

無色透明な瓶の表面に着色薄膜を形成させてリサイクルを可能とする着色材を開発

した｡着色材は有機色素をナノメートルサイズで

薄膜中にドーピングしたものであり,瓶の高温溶

融時に燃焼,消失する｡このため,無色透明な

ガラスカレットが得られ,瓶への再利用が容易と

なる｡

容器包装リサイクル法の施行により,瓶などの

廃ガラスの再利用の動きが活発化しつつある｡

従来の色ガラスではガラス自体が着色されてい

るので,再利用が可能な無色透明なガラスに還

元できず,リサイクルが困難であった｡この技術

では,ゾルゲル法を利用した有機色素含有薄膜

を瓶表面に塗布形成させ,有機顔料のナノ粒子

を有機と無機のハイブリッド薄膜中にドーピングす

る｡さらに,含有粒子と薄膜をナノメートルオーダ

ーで形成する技術を開発し,膜の透明性とリサ

イクル性を両立させた｡

この技術は,21世紀社会に必要不可欠な環

境調和･循環型社会システムの構築に貢献する

ものと期待できる｡

(発売予定時期:2002年3月)
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の圧延

銅はくのコイル(右)と耐熱

特性

リードフレーム用合金などを用

いることで,耐熱特性をさらに向

上させることが可能である｡

携

はく

有機器の軽量化･小型化に伴い,電源と

して用いられるLiイオン電池の軽量化が

進んでいる｡このニーズに合わせ,Liイオン電池

の負極材用に,従来の10レmよりもさらに薄い,

811m圧延銅はくの量産化を図った｡

材料の極薄化が進むと,電極製造ラインでの

ハンドリング性に加え,銅はくの平たん度や,負
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扁耐熱材

従来材/](○≡;同(タフピッチ鋼) /
■

■ □

50 1D0 150 200

熱処理温度(℃×30min)

極製造ラインでの熱処理に適した耐熱性などが

重要となる｡そのため,従来用いられているタフ

ピッチ銅のほかに,さらに高純度の無酸素銅は

くや合金鋼はくの開発を進め,電池メーカーの

ニーズに対応している｡圧延鋼はくは,Liイオン

電池負極材のほかに,その屈曲特性を生かした

FPC(FlexiblePdntedCircuitIioard)にも用い

られる｡このため,配線材分野でも製造･開発を

進めている｡

(発売時期:2001年1月)

チップスケールパッケージ用
めっきピアフィリングテープ

CSP(ChipScalePackage)など半導体パッケージサイズの縮小に伴い,BGA(Ball

Grid Array)のはんだボールピッチが狭くなる

と,はんだボールの体積も縮小する｡そのため,

BGAを配線板に実装する際に,配線板側には

んだが吸引され,ボールにくびれや脱落が生じ

卓iiiiiii

ボール変形例

C5P用嗣めつきビアフィリ

ングによる改善原理と充て

んピアの外観

はんだポール接合用ビアホール

を錮めっきで部分充てんしたテ

ープ材は,実装時のボール変形
防止に効果的である｡

12$

_薦革革革象

l奄i由由岳声′

ビア充てんによる改善例

(a)ビアホール充てんによるポール変形防止の原理

ることがある｡

この課題を解決するために,はんだボール設

置用ビアホール内を銅めっきで部分充てん(ビア

フィリング)することにより,はんだの吸引によるボ

ール脱落や形状不良を防止するテープ基材を開

発した｡充てんは,長尺のテープ材に高速,連

続で行われる｡

この製品は,はんだボールピッチが0.5mm以

下の小型パッケージに特に効果的である｡

(発売時期:2001年10月)

充てんピア 断面

(b)鋼めつき充てんビアの外観と断面




